Ellenorzo kérdesek Teljeskor( mindségszabalyozas

* Mik a teljeskdrd mindségszabalyozas * A fogyasztd, vevé bevonasa a
legfontosabb tulajdonsagai? mindségszabalyozasi lancha

+ Sorolja fel az ISO 9000 rendszer dltalanos  + A vallalaton bellli Gsszes tevékenyseg
jellemzait! szigorU szabalyozasa

» Hogy zajlik a tandsitasi folyamat? * Avallalaton kivili tevekenysegek

o M 2 bels audit? (marketing, szerviz stb) szabalyozasa.

» Beszallitok ellenérzése
* Nemzetkozi szintl szabalyozas

(IS0 9000)
Az ISO 9000 altalanos jellemzdi Az ISO 9000 altalanos jellemz6i
+ 516- és szamos értelmezd szabvanybdl « Altalanos alapelveket tartalmaz,
allé szabvanyrendszer folyamatokra vonatkozik
* Az élet minden teriletére kiterjed: » Megvaldsitott minéséguigyi rendszer
- Gazdasag (ipar, épitéipar, mezégazdasag — miiszaki, gazdasdgi intézkedések
stb) . « Fontos feladata a bizalomkeltés
— Szolgéltatés . . . :
_ Kémyezetvédelem — a cég vezetésében és alkalmazottaiban
_ Egészséqigy - 1a|l1usité,tso“n k?resztﬂl a megirer?d’elékbe?
— Oktatas + A minéséglgyi rendszer kiépitése utan
— Hadiigy stb. lehet8seg van a tanusitasra

A tanusitasi folyamat koreogrdfidjaA tanusitasi folyamat koreografiaja

+ Tanusito audit. Lehetdségek

. rny - nincs eltérés az 1SO kdvetelményekidl (ritka)
) TaHUS”aSl kerelem benyUJtasa - néhany kisebb eltérés. Korrigalas utan igazolo
o« Min&eaniim TN jelentés
MIﬂOSGgUgyI dOkumentumOk athsgalasa — sok kisebb, néhany sulyosabb eltérés. Korrigalas utan
Ww s T ujabb audit
' Hlbak korrlgalasa - SUlyos eltérések - elutasitas (ritka)
» Eléaudit (nem kdtelezd) » Tanusitvany atadasa

« Evenkénti ellenérzés
 Belsé audit



Belsd audit

* A szervezet mindsegi rendszerének
onvizsgalata

+ Elére megtervezett idészakonként.

« Belsé, fliggetlen auditor

« Cél: a hianyossagok, gyenge pontok
feltarasa

« Onjavité képesség” megteremtése

« Viszonylag rovid, 2 - 3 napos fellilvizsgalat

2.beugro

Ellen6rzo kérdések Idegenard ellendrzés helyszinei

* Ismertesse az idegenaru ellenérzes
feladatait és lehetséges helyszineit!

* |smertesse a termel6eszkdzok,
mérdeszkozok és technoldgiai folyamatok

« Tranzit raktar
» Kdzvetlenll a felhasznalas helyén

ellendrzését! * A beszallito telephelyén
* Mik a gyartmanyellenérzés legfontosabb + Kills6 helyszineken
feladatai?
Idegenaru ellendrzés feladatai Termeloeszkoz ellenorzes
» Vizsgalati terv - esetenként a beszallitoval « Miszaki paraméterek, gyartasi
kézosen pontossag ellenérzése mintakon és
» Vizsgalati eredmények egyértelmi probagyartassal
dokumentalasa » Adott idészakonként karbantartas

* Véleményeltérés, vita, reklamacié
kezelése
* Roncsolasos vizsgalat esetén pétlas

* Meghibasodas esetén javitas, majd
ismételt pontossagi préba



Mérbeszkdzdk ellendrzése Technoldgiai folyamat ellendrzése

+ Megfelelé pontossagl eszkozok L, ,
biztgositésap : « Szigorlian meghatarozott sorrend,

+ ldészakos ellenérzés, kalibralds z6kkendmentes kapcsolodas

* Kalibralo eszkozok - hiteles » Résztechnoldgiak fontosabb
mérém(iszerek - hatésagi hitelesités -

OMH paramétereinek beallitasa

+ Pontossagromlas esetén javitas, + A folyamat fizikai, kémiai, elektromos

beszabalyozas, esetleg selejtezés . Loz
+ Statisztikai modszerek a kiértékelésben parametereinek folyamatos merese

Gyartmanyellendrzés Gyartmanyellendrzés

Altalanos feladatok

] o o —Nem megfeleld termék kezelése - gazdasagi
— Termekazonositas (kis sorozat, nagyertéki elemzés utani déntés
termék esetén): e't’te’ljes gyartasi vertikumban « javitds utén felhasznalhaté
nyomonkdvethetéség (vonalkdd)

o e o + kisebb pontossagot igényld helyen mé
— Ellendrzétt és vizsgalt allapot jelzése: nem P gotigenyid elyen meg

Altalanos feladatok

PN felhasznalhaté
keveredhetnek az ellenérzétt és nem . .
. . A C + selejtezendt
ellendrz6tt termékek. Tarolohely szinek: . o )
+ kék - ellendrzés elit 4116 termékhalmaz ~Javito, helyesbitd tevékenység
+ sérga - ellenérzott, minésége vitathatd + atermelési folyamat minden pontjan
+ z0ld - ellendrzétt, megfeleld mindség( + a problémak feltarasa, elemzése, javitasa
+ piros - ellendrzétt, nem megfelelé mindség( + hibaok feltaré csoport, hibajavité csoport
3.beugrd
Ellen6rzo kérdések VevOkodzpontusag
« A vevd nem zayaré Iényezc’:’jcg a muqkénknak,
« Mi a TQM modell harom alappillére, hogy hanem éppenséggel annak célja és értelme.
értelmezziik a vevékozpontisagot? Nem mi tesziink neki szivességet, amikor
_ _ kiszolgaljuk, & tesz szivességet azzal, hogy
* Mia P-D-C-A ciklus? nekiink lehetéséget nyljt erre.”
+ Mik a 6 szigma szorasu gyartas  Feladatok

legfontosabb jellegzetességei? — A vevd azonositasa

— A vevé elvarasainak megeértése és
meghatarozasa

— A vevék elégedettségét elemzé modszerek
kidolgozasa és alkalmazasa



TQM modell

Cél  Hosszii tavi sikerek a vevoi
megelégedettség alapjan

I \

L Teljes elkitelezettség
Elvek [ Vevokbzpontisig H Folyuﬂtokfelyanﬂm ]_[ & bl o5 ]

ATOM- folyamat vezetése
Kommunikacio Tamogato  struktirak
Kiegészitd L
elemek Képzés Elismerés

Merés

P-D-C-A médszer Legfontosabb jellegzetességek

« Tervezz (Plan): a javitast célzo valtozas + Problémakhoz projekt szervezésii megvalositas
4 — Probléma észlelésekor projekt [étrehozasa
me_gtérvezese ) ) o — Keleti harcmiivészethdl vett fokozatok: green belt...champion
+ Gsinéld (Do): a véaltoztatas elvégezese — Napokra lebontott feladatterv
(kisebb, kisérleti tertileten) » Soha nem I&tott mértéki oktatés a véllalat minden
+ Ellenérizd (Chek): a valtoztatas hatasanak ~ dolgozoja szamara

— Problémamegoldas modszertana
— Projekivezetési technikak

+ Cselekdj (Act): Ha sikeres volt, el kell + Nagy pontossagu, kis szérasu, nagy termelékenységu,
terjeszteni a valtoztatast gyartoeszkozok..

* Igényes, mérésekre, adatokra tamaszkodo (un. kemény)
statisztikai modszerek pl.:
— Szbraskép elemzés
- Gép és folyamatképesség elemzés
- FMEA analizis stb

ellendrzése, mérése

4.beugréd
Ellendrz0 kérdések
+ Puha” modszerek: Valamilyen logikai
+ Jellemezze a ,Brain storming” és ,Delphi’ kdvetkeztetesen, szubjektiv ertékelesen és
hibafeltarasi modszereket! mérlegelésen alapuld modszerek,
* Jellemezze a ,Pareto” hibafeltard Brain storming (éfletroh
modszert ~ Brain storming (étletroham)

+ Mik az ,FMEA” probléma feltaré médszer - Delohi modszer
jellegzetességei?




Brain storming Delphi modszer

* HosszUidejd, elmélylt egyéni probléma

+ Gyors, csoportos problémamegoldas varatlan megoldasra pil, ugyanakkor team munka

helyzetekre o
+ 5..15 f6s team, 20..60 perc id6 « Alegfontosabb szakemberek felkérese
+ Moderator, esetenként néhény indité, serkentd javaslat  * A probléma, az elérends cél pontos
+ Fontosabb szabélyok: megfogalmazasa, a team tagoknak elkiildése

~ 16mor, rovid, néhany szavas javaslatok; . Atgondolt, részletes megoldaskeresés tbb hét,

- ajavaslatokhoz sem egyetériés, sem ellenvetés, sem kritika honap alatt

nem hangozhat el; ] ,

— fontos, hogy sok 6tlet mertiljon fel » Tabb forduld (3..5)

- ajavaslaiokat ebben a fazisban nem értekeljik. « Eqgy értékels csoport késziti el a kompromisszumos
+ Otletek csoportositasa, értékelése, el6terjesztése végsé javaslatot.

ABC Pareto diagram

+ Kemény" modszerek: Kizarolag mérhet

adatokra tamaszkodo modszerek. + Lényegre koncentral, a lényegtelen dolgok
- Hisztogramok, elhanyagolhatok.

~ Pareto diagram » A probléma okok kis hanyada okozza a

— Ishikawa (halszalka) diagram problémak, selejtek nagy részét (1/3...2/3)
— FMEA médszer » Cél a probléma okok rangsorolasa.

: — + A Pareto diagramon altalaban az egyes
AN ICCRELEIRICEAIEEEI yrobléma okok altal okozott problémak mértéket

A lehetséges probléma okok dsszegyijtése. Ne (példéul: Seleitesf d('}rab()k Széma,,
legyen til kevés (hatnél kevesebb) vagy til sok selejtveszteséq értéke, stb.) jelenitjlk meg
(hdsznal tdob) tipus. sorrendbe 4llitott oszlopdiagramon,

+  Adatgytijtés a probléma okok szerint csoportositva.

Nagyobb szamd minta (mintegy 100-1000 adat) Problemas Pareto d |ag ramok

» Az adatok alapjan a problémak sorrendbe allitasa

+ A Lorenz-Pareto diagram megrajzolasa. Az .egyeb
problémak-at, ha van ilyen kategoria, mindig a + A probléma okok tébb, mint

diagram végére kell tenni eqyharmada adja az

» Oszlopok és kumulativ diagram megrajzolasa okozatok tdbbségét - ﬂ o ﬂ X
tllsagosan elaprézott okok

+ Egy ok (vagy tul kevés ok)
adja az okozatok nagy D
részét - tul altalanos O mmm D .
megfogalmazas

+ Az ,Egyéb okok” oszlop tul
hangsulyos - tébb lenyeges
tényezét is ide soroltunk Ooomm




4 detektalhatdsag:
F M EA mo d SZer 1=detektalhat6

...10=nem detektalhat6 koztiik 1évé szamok
+ FMEA=Failure Mode and Effect Analysis Hibamdd és arnyalati kiilonbségeket jelolik
Hibahatas Elemzés
« Cél: a hibak folytonos javitasa helyett a hibak megeldzése.
« Cél: a potencialisan gyenge pontok, ezek okainak és
kovetkezményeinek feltarasa lehetdleg még a tervezési
fazisban
« Cél: gyartorendszerek, termékek és gyartasi folyamatok
kockazati tényezGinek értelmezése és értékelése.
+ Kockazati tényezé (K)
- Hibahatés stlyossaga (S) 1..10
- Hiba el6fordulasi valészinlisége (A) 1..10
- Hiba detektélhatésaga: (E) 1..10.
K=S*A*E

5.beugro

KERDESEK

1. Mit ertlink hibadetektalas és mit hibaanalizis alatt? Milyen
modszereket alkalmazunk a hibaanalizis folyamat soran?

2. Ismertesse az optikai vizsgalatok fajtait es a két
legelterjedtebben alkalmazott optikai mikroszkop tipust!

3. Ismertesse az AOI felépitesét, mikodeési elvét, alkalmazasi
tertleteit!

4. Ismertesse a Rontgenes szerkezetvizsgald berendezes
felepitéset, mikoddesi elvét, alkalmazasi teruleteit!

5. Ismertesse a pasztazo akusztikus mikroszkép mukodési elvét,
alkalmazasi teruleteit, a képalkotast befolyasold korlatozd
tenyezoket!

6. Hasonlitsa ¢ssze Réntgenes és akusztikus
szerkezetvizsgalatokat a vizsgalhato hibajelenségek
szempontjabal!




HIBAANALITIKA ANALIZIS MODSZEREK

« optikai mikroszkoépia

metallografiai vizsgalat

Rontgenes szerkezetvizsgalat
pasztazo akusztikus mikroszkoépia

Hibaanalitika: az a folyamat melynek célja a hibaok
meghatérozasa. .

NEM hibadetektalas, hanem mélyebb vizsgalat
adatok, informaciok gyCijtése, elemzése, megfeleld pasztazo elektronmikroszkopia

kdvetkeztetések levonasa, melyek alapjan megelozo egyeb topografia vizsgalatok
intézkedések vezethetdk he. + anyagosszetétel meghatarozasi moédszerek
- EPMA, XRF, XPS, AES, SIMS, FT-IR

a hibadetektalas a hibakeresése :D

OPTIKAI VIZSGALATOK

+ szemrevételezés (emberi szem, nagyito)

+ allapot dokumentalas (fenyképezdgép,
mikroszkop + CCD kamera)

» optikai mikroszkopos vizsgalatok

+ specialis optikai mikroszkopok

Sztereo-mikroszkop Femmikroszkop [nverz femmikroszkop
Altalinos  nagyitési | |
o 10-100x 50-1000x
fartomany
Melységelesség . "
L millimeter mikrometer
nagysagrendje

(mikroszkdpok miatt a tfim silabuszbol szarmazé tablazat)

3.kérdés:

Optikai fej egység: kamerak és megvilagito rendszer. Feladat: megfeleld megvilagitas és képkészités
Panelmozgatd mechanizmus €s pneumatikus rendszer. Feladat: panelmozgatas, rogzités.
Rendszervezérld szamitogép. Feladat: az AOI berendezés vezérlése.

Alkalmazott megvilagito eszkdzok:

Xenon villandlampak

LED sor

LED kupola

A digitalis képek matematikai reprezentacioja matrixokkal torténik, amelynek értékei a megfeleld
pixelek fényességértékei. Ezek az alkalmazott ADC (analog-digital converter) felbontasi mélysége altal
meghatarozott szamu érték koziil (8 bites ADC esetén 0-255 kdzott) a megvilagitassal aranyos egyik
értéket vehetik fel. Binaris kép esetén ez 1 és 0 lehet. Szines kép esetén a leiras, pedig a 3 alapszin (zold,
kék, piros) intenzitasértékeit tartalmazo 3 matrix-szal torténik.



AOI| - KAMERA ES MEGVILAGITAS

w XX

Kozvellen Indirekt diffiz Szog alatti diffiz
megvilagitas megvilagitas megvilagitas
forraszpaszta belltetett SMD-k SMD-k és a forrasztott
ADI ADI kitések ADI
(post paste) (post placement) (postreflow)
= SErEL ' = =
I ==

sablon alkatrész-beiilteto reflow kemence u.:;‘: -

nyomtato gépek

AQI-val megelézhetd a hiba AQl-val detektalhaté a hiba

a milyen teriileteken lehet hasznalni elég tag ugy hogy sztem a gyartosoron és azt lehet vele
vizsgalni: A BEULTETETT ALKATRESZEK POZICIOjat ELFORDULASAt is lehet vele vizsgalni
paszta elkenddés rovidzar stb.

4. kérdés

Példak vizsgalati lehetéségekre:

* golyos (BGA, CSP) forrasztott kotések (geometria, zarvany, forraszhid)

« fellletszerelt alkatrészek forrasztott kdtései (geometria, zarvany)

» mikrohuzalkétések (aluminium nem lathatd)

» nyomtatott huzalozasu lemezek vezet6palyai (belsé rétegek)

* atvezetések (viak)

* elektromechanikai alkatrészek (érintkezék, rugok, motorok)

A rontgensugarzas detektaldsa az anyagok sugarzas elnyelési tulajdonsagainak eltérésén alapszik. A
sugarzas elnyelése az alkotéelemek atommagjainak méretével aranyos. A nagyobb rendszamu elemek
jobban, mig a kisebb rendszamuak kevésbé nyelik el a sugarzast, s igy — ezen az ,,arnyékhatason”
alapul6 — elnyel6dési mintazat alapjan egy test belso felépitése felderithetd. Mivel a rontgenfelvételen
egy képpont nem csak a feliiletrdl k6zol informaciot, hanem a vizsgalt minta teljes keresztmetszetérol
(szummaécios képalkotas), ezért haromdimenzios leképezés illuzidjat kelti. Anyagvizsgalati célokra a
rontgensugarzast azon tulajdonsaga miatt lehet

felhasznalni, hogy valamely targyon val6 athaladasakor a sugarzas intenzitasa csokken, mivel a targy a
sugarzas egy részét elnyeli.(tfm silabusz 3.b mérés)



RONTGENSUGARAS ATVILAGITAS

céltargy elektronsugar geresztés 1zzd katod

o
rontgencsé _&%\
:‘:
f

N

FEog ‘_ . ronigensugér
B '\_1__
II '\
vizsgalt minta iE \
abszorbens kozeg Ry b 5 “-\
R e
(o~ N eltérdintenzitas
b i m——— réntgensugar
detektor | ; {—l_ﬁl I
5.kérdés

Rontgennel lathatatlan repedések,
torések, zarvanyok, felvalasok
roncsolasmentes kimutatasa

PASZTAZO AKUSZTIKUS

MIKROSZKOPOS VIZSGALAT ELVE
_L=pV

akuszt;kus |‘I terjedési sebesség
impedancia |

sliriiség

adéfvevg —

7, 2

Kézeghatarokon visszaverddés:
kézeg hatdrokral

7 visszavert hullimok vizsgalhatosag feltétele -
az akusztikus impedanciak
kiilonbdzzenek

~~ minta
P Zz i Z1
athalads — / Z 7+Zl
hullém | -

kizeg: ioncserélt viz

_ vizsgalt

reflexiés tényezd

4 fajta hang kibocsato fej van 15,50,75,110Mhz fejek (minél kisebb a freki annal mélyebbre hatol de
annal rosszabb a mélység élesség) a mérendd cucc ion cserélt vizben van mert a hanghullamok ott
jobban terjednek.

elv: a kozeg hataron reflekcio jon létre ez visszajut a fejbe és ez adja a képet. (Ehhez az akusztikus
impedanciaknak kiilonb6zéknek kell lennie mert nem tud kiillonbséget tenni kiilonben a szerkezet)
hatraltaté tényez6: csak sik feliiletet tudd meg vizsgalni, gémbolyii feliiletekrél szérédik a
hanghullam sét a minta szélérdl is.

kompromisszumot kell kétni a fejek és kép mindség kozott a fent leirtak miatt.



delaminacios hibak kimutatasara alkalmas

A-scan: egy pont felett detektalt hullamforma

B-scan:vonalmenti ,metszeti” kép -az egyes pontokban mért hulldamformakbdl

C-scan: horizontalis ,sik” metszet - a hullamformak egy adott idGablakban 1évé
intenzitasabdl az 6sszes pontban alkotott kép Fizikailag nincsenek egy sikban!(PIl. huzalkétés)

6 kérdésre nem biztos

A rontgen nem alkalmas delaminacié kimutatasra mert a rétegek egymason latszanak.
Alacsony elnyelés6 anyagok és osszetett struktirak vizsgalata korlatozzak a rontgensugaras
vizsgalatok alkalmazhatéosagat Rontgennel nem lathato repedések, torések, zarvanyok,
felvalasok roncsolasmentes kimutatasa kivitelezhet6

Sam alkalmatlan nem sik feliiletek vizsgalatara.

6. beugroé

KERDESEK

1. Ismertesse a pasztazo elektronmikroszkop felepitését,
mikodesi elvét!

2. Hogyan keletkeznek a szekunder és a visszaszort elektronok és
milyen informaciét hordoznak a mintardl pasztazo
elektronmikroszkopos vizsgalat esetén?

3. Mit értlink a kélcsénhatasi és az informacios térfogaton
pasztazd elektronmikroszképos vizsgalatok esetén? Mitdl és
hogyan fligg az informacios térfogat?

4. Hogyan keletkezhet karakterisztikus réntgensugarzas? Milyen
informaciét hordoz a mintarol?

5. Hasonlitsa dssze az elektronsugaras mikroanalizist s a

réntgenfluoreszcens spektroszkopiat gerjesztés, valaszjel

valamint a mintardl nyerhetd informacié szempontjaboll alapelv

+ Eqy elektronagyuval vekony elektronnyalabot allitunk

elo.
v Ezzel pasztazzuk (eltéritd tekercsek segitségevel) a
minta felszinet

+ Avalaszkent kilepd jelek intenzitasaval modulaljuk egy
szinkronban pasztazo katodsugarcso képet.



SZINKRON PASZTAZAS

elektron agyd —{ ")

erositd
kondenzor lencsék ——g g | =
: 1 B~ eltéritG
; tekercs
e AN :gh_]_ pasztazo |
eltéritd tekercsek —%{ 'B—"] gen
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objektiv lencse —~ /\
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\
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szekunder elektronok:topolégia informacié,A szekunder

elektronok rugalmatlan szorédas eredményei. A primer nyalab egy elektronja kiuti a
helyérél a minta egy atomjanak valamely kulsé elektronjat. E juk kisebb 50eV nél

visszaszért elektronok topografiai és kémiai informacié, A primer elektronok
rugalmasan visszapattannak a mintaatomjair6l. Maximum 20% energiaveszteség adodik

INFORMACIOS TERFOGAT

* Primer nyalab atméréje (nyalabaram)

* Primer nyalab energiaja (gyorsitéfesziltség)
* A minta atomjainak tomegszama

* Esetleges bevonat a minta fellletén

KOLCSONHATASI TERFOGAT -
INFORMACIOS TERFOGAT

1 L]
l\‘ nyalab

\

- Auger elekironok
vizsgalt targy
felszine szekunder

elektronak

visszaszort elektronok

karakterisztikus raontgen
sUgarzas

X-Ray Continuum



A primer nyalab elektronja ionizalja a minta valamely atomjat. Rekombinacio révén

a kilépett elektron helyét egy magasabb energiaallapotban 1évé elektron foglalja el. Az
energiacsokkenés egy rontgenfoton formajaban tavozik. + fenti kép

kémiai Osszetételrdl adhat bévebb informaciot, Nagy energiajanak kdoszonhetben a
karakterisztikus rontgensugarzas egészen mély rétegekbdl is detektalhato.

6 kérdés...........

Rontgen fluoreszcens spektroszkopia

P

rontgen gerjesztes . o 1 .
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réntgensugarzas | . K) LiMf Shell
keletkezik, melynek . S e
valoszinlisége az b < J\;, &Y
jonizacios i e S
hataskeresztmetszet =T S0y St
(0) és a :
fluoreszcencia
hozam (w) szorzata

= F
™%

Detector




